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Foreword

ass ly technology, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by

The stt of document 91/265/FDIS, future edition 1 of IEC 61193-1, prepared by IEC TC 91, Electronics
C as EN 61193-1 on 2002-02-01.

*
The ing dates were fixed:

— latest date by which the EN has to be implemented
at na @ evel by publication of an identical

nationa dard or by endorsement (dop) 2002-11-01
— latest dat ich the national standards conflicting
with the EN Wavesto be withdrawn (dow)  2005-02-01
Annexes designated " tive" are part of the body of the standard.
Annexes designated "in ive" are given for information only.
In this standard, annexes ZA are normative and annexes B, C and D are informative.
Annex ZA has been added LEC.

.

Ve

The text of the International Standard 61193-1:2001 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.

Endorsement notice
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Annex ZA
(normative)

)\ Normative references to international publications
/. with their corresponding European publications

This Esgean Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publicationQese normative references are cited at the appropriate places in the text and the
publications isted hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any
of these publians apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or
revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including
amendments).

NOTE  When an internati ublication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant
EN/HD applies.

Publication Year S?g EN/HD Year
IEC 60194 - ?ﬂgd board design, manufacture and - -
as yoT

sembly - Terms and definitions

IEC 61191-1 - Printé&oard assemblies EN 61191-1 1998 ?
Part 1: ic specification —
Require ts for soldered electrical
and electroni semblies using surface
mount and assembly

technologies @

IEC 61191-2 -7 Part 2: Sectional spﬁﬁcation - EN 61191-2 1998 2
Requirements for su mount
soldered assemblies

IEC 61191-3 -M Part 3: Sectional specificﬁr— EN 61191-3 1998 ?

Requirements for through-holemount
soldered assemblies @

Requirements for terminal soldere

IEC 61191-4 -0 Part 4: Sectional specification —% EN 61191-4 1998 ?
assemblies ®

IEC 61192-1 -3 Product performance requirements s’ -

Part 1: Generic standard - Workmanship Q/

requirements for soldered electronic
assemblies

Workmanship requirements for surface
mount soldered electronic assemblies

IEC 61192-2 -9 Part 2: Sectional standard - - O ; -

IEC 61192-3 -3 Part 3: Sectional standard - - -
Workmanship requirements for through-

hole mount soldered assemblies

" Undated reference.

2)Valid edition at time of issue.
% To be published.
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Publication Year Title EN/HD
IEC £1192-4 -3 Part 4: Sectional standard - -
Workmanship requirements for terminal
5 soldered assemblies
7
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

.

s Partie 1: Enregistrement et analyse des défauts
(P sur les cartes imprimées équipées

O AVANT-PROPOS

La CEl (Coonn Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'e des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEIl a
pour objet de favori€erla coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électri t de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur él jon est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national

)6 SYSTEME D'ASSURANCE DE LA QUALITE -

intéressé par le sujet tfa eut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en lial ec la CEl, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec I'Organisation Internatio e Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les

deux organisations.
*
Les décisions ou accords officiels la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure

du possible, un accord internatio les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comitéld’études.

Les documents produits se présenten s la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techni , rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les

Comités nationaux.
Dans le but d'encourager l'unification intele, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure pGSsible, les Normes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence ént norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clai cette derniére.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le mar g,comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré confo a l'une de ses normes.

L’attention est attirée sur le fait que certains des élém@de la présente Norme internationale peuvent faire

I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de drei nalogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propfiét€ et de ne pas avoir signalé leur existence

Techniques d'assemblage des composants électroniq

La Norme internationale CEl 61193-1 a été établie@le comité d'études 91 de la CEl:

Q

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: O

FDIS Rapport de \@ P
91/265/FDIS 91/273/RVD '@

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor@ion sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3. 6

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Les annexes B, C et D sont données uniquement a titre d'information. f

§
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

.

)6 QUALITY ASSESSMENT SYSTEMS -

{S} Part 1: Registration and analysis of defects

O/ on printed board assemblies
O
Q

FOREWORD
The IEC (Internation lectrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electr ical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operati n all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To

this end and in additio

entrusted to technical ¢
participate in this prepar

other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
ittees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
ork. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also partici in_ this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardiza SO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations. .

The formal decisions or agreem( f the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the for commendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technjeal reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense. é

In order to promote international unification,%National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum ext ossible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the ﬁonding national or regional standard shall be clearly

indicated in the latter. .

The IEC provides no marking procedure to indicate @roval and cannot be rendered responsible for any

equipment declared to be in conformity with one of its s rds.
Attention is drawn to the possibility that some of the eleme, f this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for i ifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61193-1 has been pre by IEC technical committee 91:

Electronics assembly technology.

Q

The text of this standard is based on the following documen@

FDIS Report on vom%
91/265/FDIS 91/273/RVD
Full information on the voting for the approval of this standard can b d, in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives,éz 3.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annexes B, C and D are for information only. L

§
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006.
A cette date, la publication sera

-%onduite;

. rimée;

. @acée par une édition révisée, ou
+ a We.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
UBZO%. At this date, the publication will be
r

* #reconfirmed;

. é}awn;

. rep@d by a revised edition, or
« amend
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INTRODUCTION

La pwésente partie de la CEI 61193 traite du comptage des défauts sur les cartes imprimées
e s dans le processus de fabrication des circuits électroniques et des calculs associés
du pi%eau de défaut en ppm (parties par million) qui doivent étre effectués de fagon

nor )ée

Le nomgsz de défauts se produisant au cours du processus de production est habituellement
exprimé a au des défauts en parties par million, communément désignés ppm. Ainsi, la
significatio me valeur de ppm relative a un processus de brasage est évidente: dans ce

contexte, un ie est un joint de brasage qui présente un défaut, le million fait référence a
un million de jointside brasage.

Pour une indexati iforme des défauts, on souligne dans cette norme que les défauts de
brasage sont compté médiatement aprés 'opération effective de brasage (a 'apparition de
I'ensemble de brasag la machine de brasage). Par la méthode d'analyse Pareto, il est
possible d'évaluer s'il ient d'attribuer le défaut au processus de brasage proprement dit
Ou a une autre cause. 6

*
Pour la gestion des valeurs,( ppm a calculer, il est nécessaire de saisir la valeur

mathématique du nombre de d ts relevés dans un lot d'une taille spécifique (c'est-a-dire
plus faible que la taille du lot entier de produits) ainsi que ses conséquences pour le lot
entier. (§

au nombre de jonctions de brasage et s@n$_fournir le niveau de confiance ne conféere a la

Le fait de mentionner la valeur ppm @ rtain processus de brasage, sans faire référence
valeur mentionnée que peu d'utilité.

L 2
Pour exécuter des calculs de ppm, plusieurs méthodes existent a partir desquelles le niveau
maximal de ppm attendu peut étre déterminé co suit:

— en utilisant la formule décrivant la loi binomiale construire cette loi;
— en utilisant des graphes ou des tableaux a partir d@uments.

%c)
Ve
O

%

%
0



61193-1 © IEC:2001 -9-

INTRODUCTION

Thi rt of IEC 61193 enables the counting of defects on soldered printed board assemblies
hrlgnanufacture of electronic circuits and the associated calculation of ppm (parts per
ilion

mi data to be carried out in a standard manner.

e

The m&r of defects occurring during the production process is usually expressed at lower
defect levelsain, parts per million, commonly indicated as ppm. On the face of it, the meaning
of the ppna(ue of a soldering process is self-evident: a part is, in this context, a soldered
joint that is dtive, the million refers to a million soldered joints.

For a uniform Q tration of defects it is emphasized that in this standard the soldering

defects are coun mediately after the actual soldering operation (on emergence of the
soldered assembly“r the soldering machine). By the Pareto analysis method it can be
assessed whether t fect should be attributed to the soldering process proper or to

another cause.

In order to manage the alues to be calculated, there is a need to understand the
mathematical significance of th mber of defects found in a batch of a particular size (i.e.
smaller than the size of the en @yt of products) and its consequences for the entire lot.

Mentioning the ppm value of a cer@soldering process, without reference to the number of
soldered joints and without giving th evEI of confidence is of little use.

For making ppm calculations, several nﬂ\ods are described by which the maximum ppm
level to be expected can be determined, fo®amp|e:

— by using the formula that describes the bi distribution to construct this distribution;
— by using graphs or tables from the Iiterature.®

2

<
®
N,
O

%

%
0
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SYSTEME D'ASSURANCE DE LA QUALITE -

)\ Partie 1: Enregistrement et analyse des défauts
sur les cartes imprimées équipées
:/

Dom@’d'application

La présente p de la CEIl 61193 définit les méthodes d'enregistrement et d'analyse de
défauts sur les s imprimées équipées. Les méthodes décrites permettent de comparer
les performances produits, des processus, des sites de production et peuvent servir de
base pour améliore@lalité générale.

Cette norme spécifie I'e@istrement des données en deux catégories.

Données ppm de catégori a:ette catégorie fournit les données enregistrées destinées a
autoriser la comparaison de eye?nble des opérations d'assemblage.

Données ppm de catégorie 2: 31 tte_catégorie fournit les données destinées a I'évaluation
individuelle du processus eIementa@a I'analyse et au contrdle.

2 Reéférences normatives ’O/g

Les documents de référence suivants s@'ndispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seul 'd-ition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document d rence s'applique (y compris les éventuels

amendements)
CEIl 60194, Conception, fabrication et assembl@des cartes imprimées — Termes et
définitions (disponible en anglais seulement)

relatives aux ensembles électriques et électroniques b utilisant les techniques de

CEI 61191-1, Ensemble de cartes imprimées — Part/e 1: ification générique — Exigences
rﬂsé
montage en surface et techniques associées

CEl 61191-2, Ensemble de cartes imprimées — Partie 2: S;&icaﬁon intermédiaire
Exigences relatives a I'assemblage par brasage pour montage en ZYe

CEIl 61191-3, Ensemble de cartes imprimées — Partie 3: Spéci intermédiaire
Exigences relatives a I'assemblage par brasage de trous traversants

CEIl 61191-4, Ensemble de cartes imprimées — Partie 4: Spécificatio rmédiaire
Exigences relatives a I'assemblage de bornes par brasage

CEl 61192-1, Exigences relatives aux caractéristiques de fonctionnement de its
Partie 1: Norme générique — Qualité d'exécution des ensembles électroniques brases

CEl 61192-2, Exigences relatives aux caractéristiques de fonctionnement des proocgp—
Partie 2: Norme intermédiaire — Mise en ceuvre des technologies de montage en surface 1

1 A publier.
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Part 1: Registration and analysis of defects

)\6 on printed board assemblies
*
®

1 Scopeo,

This part of IE
printed board asse

193 defines methods of registration and analysis of defects on soldered
lies. Methods are described to allow effective comparison of perform-

The standard specifies data collection in two categories.

Category 1 ppm data: this c@ provides data for registration purposes intended to enable
overall performance compariso’@zssembly operations.

Category 2 ppm data: this cate@( provides data intended for individual subprocess
assessment, analysis and control pursposes.

2 Normative references /&

The following referenced documents are ind@sable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited ap For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amen@

ts) applies.
IEC 60194, Printed board design, manufacture and %sembly — Terms and definitions

IEC 61191-1, Printed board assemblies — Part 1: G%peciﬁcaﬁon — Requirements for
soldered electrical and electronic assemblies using s mount and related assembly
technologies é

IEC 61191-2, Printed board assemblies — Part 2: Sectional sp piﬁwation — Requirements for
surface mount soldered assemblies

IEC 61191-3, Printed board assemblies — Part 3: Sectional specificf@— Requirements for
through-hole mount soldered assemblies O,

IEC 61191-4, Printed board assemblies — Part 4: Sectional specification —é}uirements for
terminal soldered assemblies !

IEC 61192-1, Product performance requirements — Part 1: Generic standard — nship
requirements and guidelines for soldered electronic assemblies

IEC 61192-2, Product performance requirements — Part 2: Sectional standard — Workm
requirements and guidelines for soldered surface mount electronic assemblies 1

1 To be published.





